
演讲题目：车载电子与消费电子产品的应用可靠性

演讲人:马会财 可靠性设计部总监 北京小米移动软件有限公司

演讲摘要：

随着系统级芯片（SOC）热功耗的逐年攀升，其引发的热疲劳可靠性风险日益凸显。同时，PCBA（印刷电路板

组装）的小型化与轻薄化趋势，无疑加剧了板级器件在抗跌落性能方面的挑战。而在新能源与智能化浪潮的推动

下，车载电子产品面临着高负载工作环境下器件可靠性及寿命的严峻考验。这些关键因素共同构成了消费电子产

品与车规电子产品在可靠性设计过程中的重大技术障碍。在本次演讲中，我将从 PCBA可靠性设计、寿命模型的

构建、材料的优化选择，以及先进器件封装的可靠性设计等多个维度，全面介绍我们在应对这些挑战方面所做出

的积极探索与努力。此外，我还将深入剖析并展望未来消费电子领域与车载电子领域在可靠性设计方面的新机遇

与发展趋势。

演讲大纲：

1. 车载电子和消费电子产品可靠性挑战

2. 可靠性设计体系搭建与解决方案

3. 可靠性设计的新机遇与发展

适合对象:
适用于车载电子和消费电子产品可靠性相关领域研究或从业人员，主要涉及 PCBA 可靠性设计、失效率风险评估、

失效分析以及器件封装可靠性设计等相关技术

演讲人简介:
马博士在 PCBA 及芯片可靠性设计等相关领域拥有多年丰富的研究经验。他于 2017 年在中科院金属研究所获得

博士学位。目前，马博士在 A 公司担任可靠性设计部的总监职位，负责引领团队在手机和车规电子产品 PCBA 可

靠性设计、失效分析以及器件封装设计等多个关键领域进行深入研究与实践。他的工作涵盖了从理论探索到实际

应用的全方位内容，为提升小米电子产品可靠性做出了显著贡献。
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